Bec'dPCT/PTO 20JUN2d05'^ 

t , u . L I Q u E r « A N c A I s e fl^l/ei' U O / O U y U * 



1 5. 01 1004 







■■■■■IN8TITUT 


im)nFEB2004 


NATIONAL DB 
LA PBOPRIETB 


INOUSTRIBLLB 






WIPO PCT 





■V 



BREVET D'INVENTION 

CERTIFICAT D'UTILITE - CERTIFICAT D'ADDITION 



CdPIE OFFICIELLE 

Le Directeur general de l'lnstltut national de la prophets 
industrielle certifie que le document ci-annexe est la copie 
certifi^e conforme d'une demande de titre de propriete 
Industrielle deposee a I'lnstitut. 



Fait h Paris, le . 



1 5 DEC. 2003 



i PRIORITY DOCUMENT 

i SUBMITTED OR TRANSMTTTED IN 
\ ' - COMPLIANCE WITH 
I RULE 17.1(a) OR (b) 



Pour )e Directeur g§n6ral de I'lnstitut 
national de la propri6t6 Industrielle 
Le Chef du Ddpartement des brevets 




Martine PLANCHE 



_ SIEGE 

INSTITUT 26bls.nJ9deSatntPetenbourg 

HAVflAHAi ne 75800 PARIS cedex 08 

HATIOHAL 0E T«M»ne : 33 (0)1 53 04 53 04 

LA PROPRIETE TOfcople : 33 (0)1 53 04 43 23 

INDUSTRIELLE www.Inpl.fr 



;7/141lQ2 



ETABUSSEMEirr PUBLIC NATIONAL CREE PAR LA LOl N* 91-444 DU IB AVRIL 1981 



BiffSTmiT 
ttATIOHAl on 



26 bis. rue de Saint Petersbourg 
75800 Paris Cedex 08 

TeJiphone : 01 53 04 53 04 Telficopie : 01 42 94 86 54 



BUEVET 

CERTIFICATD'UTILITE 

Code de la propria intellectuelle • Livre VI 
REQUeiEEND&JVRANCE 1/2 



N» 11354*01 



Zr^^^^^ 2002 
uEu 75 INPI PARIS 

021@363 

N'OXNREGISTREHEHI 
NATIOMAL AnWBUt PWl tINPI 

Z\^^''^'^ t % DEC. 2002 


g| NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR OU DU MANDATAIRE 1 
A QUI U CORRESPONDANCE DOIT ETRE ADRESSEE 1 

Ivan CHAPEROT 1 
THALES INTELLECTUAL PROPERTY 1 
1 3» avenue du President Salvador Allendc | 
94117 ARCUEIL Cedex 1 


Vo5 r^f^rences pour ce dossier /<nCj 


Confirmation d'un d6p6t par telecopie □ N"" attribue par i'lNP! ^ la telecopie 1 


S NATURE DE LA DE[y)ANDE 


Cochez Tune des 4 cases sulvantes 1 


Demande de brevet L 




Demande de certificat d'utilite [ 


I 


Demande divisionnaire [ 

Ikmrnuk r/cf hm^t inWiak 
oti tkmauth tk tvritfiaU d'uUUUi htitiah 


□ 

N<» Date II | 

Date II. 1 


Transformation d'une demande de | 
brevet europ^en Dmmide tk htvtvt initiak 


Date II * 1 


^ TITRE DE L'lNVEWTlOW (200 caracteres ou espaces maximum) | 
BOITIER HYPHRFREOUENCE A MONTAGE DE SURFACE ET N40NTAGE CORRESPONDANT A VEC UN CIRCUIT | 
MUTLICOUCHE. | 


H DECLARATION DE PRIORITE 
OU REQUETE DU BENEFICE DE 
LA DATE DE DEPOT D'UNE 
DEMANDE ANTERIEURE FRANpAISE 


Pays ou organisation 1 
Date 1 . i . 1 

Pays ou organisation 1 
Date / / N« 1 

Pays ou organisation 1 
Date / / 1 
PI S'll Y a d'airtres prlorit^s, cochez la case et utilisez rtmprlme «Suite)> 1 


P DEMANDEUR 


1 1 s'il y a d'autres demandeurs, cochez la case et utilisez I'imprlme ccSuiten 1 


Nom ou denomination sociale 


THALES 1 


Pr6noms 




Forme juridique 


Socielc Anon^'me 1 


SIREN 


5 5 .9 .0 .5 -9 .0 .2 .4 1 


CodeAPE-NAF 




Adresse 


Rue 


1 73 Boulevard Haussmann 1 


Code postal et viile 


75008 1 PARIS j 


Pays , 




FRANCE 1 


Nationality 


FRANCAISE 1 


N** de t6I6phone (J'aadlatif) ^ 




N** de telecopie (faatUatift 




Adresse electronique (faadtatij') 






ittsmor 

HMIBNAi DC 
IHVU»TaiKLtI 



CERTIFICAT D'UTIUTE 

REQU^TEEND&JVRANCE 2/2 




^ Reserve 5 riNPU 



lREMBB^«e|3£C 2002 

Lu 75 INPI PARIS 



iN'O'ENREGmREMENT 

1 NATIONAL ATTRIBUe PAR L INPI 



02 16363 



Vos references pour ce dossier : , 

I {J'aadtatiJ} h 1 J J \ 



DBS40W 



^ IVlANDATAiRE 



Nom 



CHAPEROT 



Prenom 



Ivan 



Cabinet ou Soci§t§ 



THALES 



N °de pouvoir permanent et/ou 
de iien contractuel 



8325 



Adresse 



Rue 



1 3» Avenue du President Salvador Allcnde 



Code postal etville 



94117 



ARCUEIL Ccdex 



N° de telephone (JavuUaiif\ 



01.41.48.45.34 



N** de t6l6copie {^fi^culuiiiji 



01,41.48.45.01 



Adresse dlectronlque (Jhadtatiji 



ivain.chaperot@ilialesgroup.com 



INVENTEUR (S) 



Les im/enteurs sont les demandeurs 



□ Oui 

[F| Non Dans ce cas f oumir une designation d'lnventeur(s) separte 



RAPPORT DE RECHERCHE 



Uniquement pour une demande de brevet (y comprls division et transformation) 



^tablissement imm^diat 
ou etablissement differe 



□ 



Paiement ^chelonne de la redevance 



Palement en trols versements, uniquement pour les personnes physiques 

□Oui 



REDUCTION DU TAUX 
DES REDEVANCES 



Uniquement pour les personnes physiques 

□Requise pour la premiere fois pourcette Invention ^nimh\n^n (irixihnmHmimUion) 
□ Requise anterieurement a ce depot (joimhv tow cojtw dc la licdsinn d'atlmL^sion 
fuittr ceNe imvuUnn ott imliquersa reference): 



Si vous avez utilise I'lmprime «Suitettf 
Indiquez le nombre de pages jointes 



SlG^SATURE DU DEMAMDEUR 
OU DU MAMDATAIRE 
(Nom et quality du signataire) 



Ivan CHAPEROT 




VISA DE LA PREFECTURE 
OU DE l/INPI 



La loi n'78-17 du 6 Janvier 1978 relative a rinformatique, aux fichlers et aux libert^s s'applique aux r6ponses faites k ce formulaire. 
Elle garantit un droit d*acc6s et de rectification pour les donnees vous concemant aupr^s de I'lNPI. 



La pr6sente invention concerne un boTtier hyperfr6quence a 
montage de surface et un tel boTtier monte sur un circuit multicouche. Elle 
s'applique notamnnent aux boTtiers hyperfrequences utilises dans les 
domaines de I'avionique, des telecommunications, du spatial. 
5 Les composants hyperfrequences sont generalement places dans 

des boTtiers, appeles boitiers liyperfr^quences, dont une fonction est de 
proteger les composants de I'environnement electromagnetique exterieur et 
d'eviter la propagation de modes parasites a Tinterieur. A cet effet, le volume 
interieur des boTtiers hyperfrequences est entoure d'une surface conductrice 
10 formant une masse, les dimensions d'un boTtier etant inferieures a une demi 
longueur d'onde (de I'ordre de 70mm pour une frequence de 2OGH2). Les 
boTtiers hyperfrequences ont pour autre fonction de proteger les composants 
de Tenvironnement physique exterieur, notamment de rhumidit§. A cet effet, 
les boTtiers sont fermes de maniSre herm§tique, un gaz neutre ^tant enferm6 
15 dans le boTtier. 

Afin de r6aliser des fonctlons hyperfrequences, il est n6cessaire 
d'interconnecter diff§rents composants hyperfrequences, de les alimenter et 
de les commander par des signaux basses frequences, les diff^r^nts 
composants etant places dans des boTtiers differents. 
20 II est connu d'utiliser des boTtiers hyperfrequences dits "Planar 

Pack" dans la iitterature anglo-saxonne. Un boTtier "Planar Pack" comprend 
un element en ceramique et une feuille metallique gravee, dite "Lead Frame" 
dans la Iitterature anglo-saxonne. L'element en ceramique a generalement 
une base en forme de U, et est ferme par un couvercle brase sur cette base 
25 pour assurer Thermeticite. Un composant hyperfrequence (puce nue par 
exemple) peut etre place dans ['element en ceramique. Une surface de 
reiement en ceramique est doree pour former une masse. La base en U est 
portee par la feuille metallique gravee. Cette feuille metallique comprend des 
lignes microstrip pour acheminer les signaux hyperfrequences jusqu'au 
30 composant hyperfrequence, et des lignes pour acheminer les signaux basses 
frequences (alimentation, commande). 

Cependant, les lignes hyperfrequences rayonnent dans le demi- 
espace delimite par la feuille metallique ("Lead Frame") du cote de reiement 
ceramique. Ceci entraTne des couplages eiectromagnetiques parasites entre 




rentr§e et la sortie hyperfrequence d'un m§me boitier d'une part, et entre des 
boTtiers voisins d'autre part. 

Afin d'eviter ces couplages parasites, 11 est connu d'ajouter des 
parois metalliques autour des lignes microstrip. Dependant cette solution est 

5 tres onereuse du fait de Tutilisation de puces nues qu'il est necessaire de 
tester au prealable. De plus, les parois m6talliques occupent un volume 
important, et leur installation necesslte des operations manuelles. De plus, 
cette solution est difficile a mettre en oeuvre pour des gammes de frequences 
§levees, car les frequences augmentant, les dimensions caracteristiques 

10 diminuent 

Uinvention vise a resoudre ces inconvenients. Un but de 
invention est de reallser des entrees-sorties (hyperfrequences et basses 
frequences) dans des boTtiers hyperfrequences, en dvitant tout couplage 
6lectromagnetique parasite, et ce de maniere simple. 
15 A cet effet, invention a notamment pour objet un bottler 

hyperfr6quence a montage de surface, delimitant un volume Interieur, 
comprenant au moins : 

- une cage de Faraday fomnee par une surface conductrice entourant le 
volume interieur, 

20 - un point de connexion place a Texterieur de la cage de Faraday, le point 
de connexion etant destine a etre relie electriquement a un circuit 
exterieur, 

- une entree-sortie traversant la cage de Faraday et reliee 6lectriquement 
au point de connexion, 

25 - une base formant une face du bottler, la surface ext6rieure de la base 
formant une surface de montage destinee a §tre appliqu6e sur le circuit 
exterieur, le point de connexion 6tant place sur la surface de montage, de 
sorte que le point de connexion est place entre la cage de Faraday et le 
circuit exterieur lorsque le bottler est monte sur le circuit ext6rleur. 
30 Ainsi, Tentree-sortie est confin6e entre une face du bottler d'un 

c6t6, et le circuit de I'autre c6t6. Les rayonnements dans le demi-espace sont 
arret6s par le bottier lui-m§me. 

Uinvention a aussi pour objet un montage comprenant un tel 
boTtier et un circuit multicouche. le bottier 6tant monte sur le circuit 
35 multicouche, le circuit multicouche comprenant au molns un plan de masse 




conducteur, un trou metallise est realise dans le circuit multicouclie en regard 
du point de connexion du boTtier. de maniere a acheminer le signal a travers 
le plan de masse vers une piste du circuit 

Ainsi les lignes en surface sont supprim6es et remplacees par des 

5 pistes du circuit multicouche, 

Selon un mode de realisation avantageux, les pistes du circuit 
multicouche sont placees entre deux plans de masse. De cette fa9on, 
Timpiantation de la carte etant prevue pour que le signal reste en mode 
stripllne (par rintermediaire d'un trou m6tallis6), on maintient la qualrte de son 

10 blindage. 

L'invention a pour principaux avantages qu'elle permet, par 
rapport a un c^blage direct sur un circuit, de demonter facilement le boTtier 
(car celui-ci est a montage de surface) pour r6aliser des tests par exemple. 
De plus, les transitions etant verticales (perpendiculaires au plan du circuit), 
15 le boTtier selon Tinventlon peut etre utilise dans des applications larges 
bandes. 

Selon un mode de realisation avantageux, les points de contacts 
sont formes par des billes conductrices. Ceci permet de realiser les brasures 
simplement et de maniere fiable, la distance entre le circuit et le boTtier etant 
20 liee au diametre des billes. De plus, le demontage du boTtier peut se faire en 
envoyant un jet d'air chaud sous le boTtier. ce qui ne serait pas possible si le 
boTtier §tait colle par exemple. 

D'autres caracteristiques et avantages de invention apparaTtront . 
^ la lecture de la description d6taillee suivante presentee ^ titre d'illustration 
25 non limitative et faite en r§f6rence aux figures annexees, sur lesquelles : 

les figures 1 ^ 3, un exemple de mise en oeuvre de Tinvention avec un 
boTtier dans une configuration "face up" ; 

les figures 4 § 7, un autre exemple de mise en oeuvre de I'lnventlon avec 
un boTtier dans une configuration "face down". 

30 

On se r§fere maintenant aux figures 1 a 3 sur lesquelles est 
represents un exemple de mise en oeuvre de invention, avec un boTtier de 
type "face up", c'est ^ dire dont le ou les composants hyperfr6quences sont 
places sur la parol du boTtier qui est destin6e a etre montee sur le circuit 
35 extSrieur. 



conducteur, un trou metallise est realise dans le circuit multicouche en regard 
du point de connexion du boitier, de maniere a acheminer le signal a travers 
le plan de masse vers une piste du circuit. 

Ainsi les lignes en surface sent supprimees et remplacees par des 
5 pistes du circuit multicouche. 

Selon un mode de realisation avantageux, les pistes du circuit 
multicouche sont placees entre deux plans de masse. De cette fagon, 
I'implantation de la carte 6tant pr6vue pour que le signal reste en mode 
stripline (par i'interm^diaire d'un trou m6tallise), on maintient la qualite de son 
10 blindage. 

Selon un mode de rdaiisatlon avantageux, le point de connexion 
est reli6 a Tentr^e-sortie par une liaison droite, la liaison etant 
perpendiculaire au circuit ext6rieur lorsque le boTtier est monte dessus, 

Selon un mode de realisation avantageux, le point de connexion 
15 est forme par une bille de signal conductrice, le bottler comprend en outre 
une structure coaxiaie blindant le point de connexion, la structure coaxiale 
6tant formee par des billes de masse, conductrices, reliees 6lectriquement ^ 
la cage de Faraday, plac6es autour de la bille de signal. 

Selon un mode de realisation avantageux, un composant est place 
20 dans le volume interieur du boTtier, le composant etant porte par un radiateur 
formant une face de boTtier, le radiateur etant oppose ^ la face portant la 
surface de montage. 

^invention a pour principaux avantages qu'elle permet, par 
rapport a un cablage direct sur un circuit, de demonter facilement le boTtier 
25 (car celui-ci est a montage de surface) pour realiser des tests par exemple. 
De plus, les transitions etant verticales (perpendiculaires au plan du circuit), 
le bottler selon I'invention peut etre utilis6 dans des applications larges 
bandes. 

Selon un mode de realisation avantageux, les points de contacts 
30 sont form6s par des billes conductrices. Cecl permet de realiser les brasures 
simplement et de maniere fiable, la distance entre le circuit et le bottler etant 
li§e au diamdtre des billes. De plus, le d§montage du bottier peut se faire en 
envoyant un jet d'air chaud sous le bottier, ce qui ne serait pas possible si le 
bottier etait colle par exemple. 



Le boTtier 1 permet de cl§limiter un volume interieur 1a. Une base 
3 forme une parol du boTtier. La base est destinee a etre montee sur le circuit 
ext6rieur 6. La base 3 peut etre un circuit imprim6 comprenant deux couches 
conductrices. Bien entendu, le circuit imprim6 formant la base peut 

5 comprendre un nombre different de couches conductrices. Le circuit formant 
la base 3 peut Mre realis6 en utilisant un mat6riau isolant, de pr§f6rence 
organique. Ce mat6riau isolant peut §tre metallls6 par du Cuivre par exemple 
pour former les deux couches conductrices. En d'autres termes, le circuit 
comprend une epaisseur de materiau isolant 3d, sur laquelle sont ddposees 

10 des couches conductrices de part et d'autre de I'^paisseur isolante. 

La premiere couche conductrice forme une face interieure du 
boTtier 1, Cette couche comprend des surfaces conductrices 3a, 3b, 3c 
gravees par des procedes connus de I'homme du metier. 

La seconds couche conductrice peut former une face exterieure 

15 du boTtier (dans cet exemple). Elle comprend essentiellement une surface 
conductrice unique 3e. Cette surface conductrice 3e recouvre presque 
enti^rement toute la surface de la base 3 en formant une masse. Cette 
masse est destinee a etre reliee electriquement au circuit exterieur 6. 

Le boTtier comporte en outre une structure conductrice 4, 5 qui 

20 forme avec la surface 3e. une cage de Faraday entourant le volume interieur 
la du boTtier. Le volume interieur la est ainsi protege centre les 
perturbations electromagn6tiques exterieures. La structure conductrice peut 
etre formee par un capot metallise. Selon une variante de realisation, la 
structure conductrice peut (comme repr6sente sur la figure 1) §tre form6e par 

25 des murs metalliques 4 recouverts par une plaque metallique 5. La plaque 
metallique 5, les murs 4, et la base 3 peuvent §tre brasSs. 

Un composant hyperfrequence 2 est montee dans le boTtier 1. La 
masse du composant est en contact avec une surface conductrice 3b de la 
couche interieure de la base 3. Le composant hyperfrequence peut §tre une 

30 puce nue par exemple. Cette puce peut etre bras6e ou collee avec une colle 
conductrice. de preference brasee, sur la surface conductrice 3b. La surface 
conductrice 3b est reliee electriquement a la couche exterieure 3e (voir figure 
3) par un ou plusieurs, de preference plusieurs. trous metallises 7b. On 
realise ainsi une masse hyperfrequence. Avantageusement, les trous 

35 metallises 7b sont bouches pour assurer retancheite du boTtier 1 . 



D'autres caracteristiques et avantages de rinvention apparaitront 
a la lecture de la description detaillee suivante presentee a titre d'illustration 
non limitative et faite en reference aux figures annexees, sur lesquelles : 
les figures 1 a 3, un exemple de mise en ceuvre de Tinvention avec un 
5 boTtier dans une configuration "face up" ; 

- les figures 4 a 7, un autre exemple de mise en oeuvre de Tinvention 
avec un boTtier dans une configuration "face down". 

On se refere maintenant aux figures 1 a 3 sur lesquelles est 
10 represents un exemple de mise en oeuvre de ('invention, avec un boTtier de 
type "face up", c'est a dire dont le ou les composants hyperfr6quences sont 
places sur la parol du boTtier qui est destlnde ^ etre montee sur le circuit 
extSrieur. 

Le boTtier 1 permet de delimiter un volume int§rieur 1a. Une base 

15 3 forme une parol du boTtier. La base est destin6e ^ etre mont§e sur le circuit 
exterieur 6. La base 3 peut etre un circuit imprlme comprenant deux couches 
conductrices. Bien entendu, le circuit imprime formant la base peut 
comprendre un nombre different de couches conductrices. Le circuit formant 
la base 3 peut etre realise en utilisant un materiau isolant, de pref6rence 

20 organique. Ce materiau isolant peut etre metallis6 par du Cuivre par exemple 
pour former les deux couches conductrices. En d'autres termes, le circuit 
comprend une 6paisseur de materiau isolant 3d, sur laqueile sont deposees 
des couches conductrices de part et d"autre de Tepaisseur isolante. 

La premiere couche conductrice forme une face interieure du 

25 boTtier 1. Cette couche comprend des surfaces conductrices 3a, 3b, 3c 
gravees par des procedes connus de Thomme du metier. 

La seconde couche conductrice peut former une face exterieure 
du boTtier (dans cet exemple). Elle comprend essentiellement une surface 
conductrice unique 3e- Cette surface conductrice 3e recouvre presque 

30 entierement toute la surface de la base 3 en formant une masse. Cette 
masse est destinee a etre reliee electriquement au circuit exterieur 6. 

Le boTtier comporte en outre une structure conductrice 4, 5 qui 
forme avec la surface 3e, une cage de Faraday entourant le volume Int6rieur 
1a du boTtier. Le volume interieur 1a est ainsi protege contre les 

35 perturbations electromagnetiques extSrieures. La structure conductrice peut 



Les entrees-sorties hyperfrequences et basses frequences de la 
puce 2 sont reliees a des pistes 3a de la couche interieure de la base 3, par 
example avec des fils conducteurs 9. Chaque piste 3a est reliee 
electriquement ^ un disque 30 (voir figure 3) de la couche exterieure de la 

5 base 3. Cette liaison eiectrique est realisSe par des trous nnetallis^s de signal 
7a et 7c, traversant la base 3, acheminant respectivement les signaux 
hyperfrequences et les signaux basses frequences. Avantageusement, les 
trous nn6tains6s 7a et 7c sont bouches pour assurer retanch6it6 du boTtier 1 , 
Les disques 30 sont isoISs §lectriquennent de la couche conductrice 

10 exterieure 3e. A cet effet, des 6vldements 31 sont realises dans la couche 
conductrice 3e. 

Selon un premier mode de realisation, les disques 30 ferment des 
points de connexion du boTtier 1. Ces points de connexion sont destines & 
§tre reli6s electriquement directement au circuit exterieur 6. Les liaisons (non 

15 representees) entre le circuit exterieur 6 et les points de connexions peuvent 
se faire par brasure ou collage. 

Selon un mode de realisation avantageux (voir figure 1), des billes 
conductrices 8a sont places en contact avec les disques 30. Ces billes 
conductrices 8a font partie Integrante du boTtier. Elles ferment alors les points 

20 de connexion du bottler a la place des disques 30. Les billes conductrices 8a 
peuvent etre des billes d'etain-plomb par exemple. Elles presentent 
Tavantage de ne pas se d6former lors du montage du boTtier sur le circuit 
exterieur 6, ce qui permet de mattriser la distance entre le boTtier 1 et le 
circuit 6. Les billes 8a peuvent Stre brasees ou coliees, de preference 

25 brasees, sur le circuit 6. 

La couche conductrice interieure peut comprendre une surface 
conductrice 3c. La surface conductrice 3c est reliee electriquement avec la 
couche conductrice exterieure 3e par des trous metallises, de preference 
bouches, Avantageusement ces trous metallises sont repartis selon un 

30 maillage regulier. Selon un mode de realisation avantageux de i'invention, les 
pistes conductrices 3a destinees a transmettre des signaux hyperfrequences 
sont placees dans des evidements 20 de la surface conductrice 3c, de sorte 
a blinder ces pistes dans le plan de ces pistes (couche interieure). 

Selon un mode de realisation avantageux, des trous metallises de 

35 masse 21 relient electriquement la surface conductrice interieure 3c avec la 



etre formee par un capot metallis§. Selon une variante de realisation, la 
structure conductrice peut (comme represents sur la figure 1) etre formee par 
des murs metalliques 4 recouverts par une plaque nn6tallique 5. La plaque 
metallique 5, les murs 4, et la base 3 peuvent etre brases. 
5 Un composant hyperfr6quence 2 est montee dans le boitier 1. La 

masse du composant est en contact avec une surface conductrice 3b de la 
couche interieure de la base 3. Le composant hyperfr6quence peut etre une 
puce nue par exemple. Cette puce peut §tre brasde ou collee avec une colle 
conductrice, de preference brasee, sur la surface conductrice 3b. La surface 
10 conductrice 3b est reliee §lectriquement ^ la couche exterieure 3e (voir figure 
3) par un ou plusieurs, de preference plusieurs. trous metallises 7b. On 
realise ainsi une masse hyperfrequence. Avantageusement, les trous 
metallises 7b sont bouches pour assurer retancheite du boTtier 1 . 

Les entrees-sorties hyperfrequences et basses frequences de la 
15 puce 2 sont reliees § des pistes 3a de la couche interieure de la base 3, par 
exemple avec des fiis conducteurs 9. Chaque piste 3a est reliee 
eiectriquement a un disque 30 (voir figure 3) de la couche exterieure de la 
base 3. Cette liaison electrique est realisee par des trous metallises de signal 
7a et 7c, traversant la base 3, acheminant respectivement les signaux 
20 hyperfrequences et les signaux basses frequences. Avantageusement, les 
trous metallises 7a et 7c sont bouches pour assurer Tetancheite du boTtier 1 . 
Les disques 30 sont isoles eiectriquement de la couche conductrice 
e)cterieure 3e- A cet effet, des evidements 31 sont realises dans la couche 
conductrice 3e. 

25 Selon un premier mode de realisation, les disques 30 ferment des 

points de connexion du boTtier 1 . Ces points de connexion sont destines a 
etre relies eiectriquement directement au circuit exterieur 6. Les liaisons (non 
representees) entre le circuit exterieur 6 et les points de connexions peuvent 
se faire par brasure ou collage. 

30 Selon un mode de realisation avantageux (voir figure 1), des billes 

conductrices 8a sont plac6s en contact avec les disques 30. Ces billes 
conductrices 8a font partie integrante du boTtier. Elles forment alors les points 
de connexion du boTtier a la place des disques 30. Les billes conductrices 8a 
peuvent §tre des billes d'etain-plomb par exemple. Elles presentent 

35 I'avantage de ne pas se deformer lors du montage du boTtier sur le circuit 



6 

couche conductrice exterieure 3e. Avantageusement ces trous sont bouch^s 
pour assurer l'§tancheit6 du boTtier 1. lis sont repartis en peripherie des trous 
metallises de signaux hyperfrequences 7a. De cette maniere, on realise un 
blindage hyperfrequence dans I'epaisseur de la base 3, c'est a dire dans 
5 r6paisseur isolante 3d. Avantageusennent, ces trous metallises sont au 
moins au nombre de trois par trou m6tallis6 de signal hyperfrequence 7a. lis 
sont de preference repartis sur 360° de nnaniere a former un blindage 
complet. 

Selon un mode de realisation avantageux, des billes conductrices 
10 de masse (non representees) sont plac6es a la sortie des trous metallises de 
masse 21 . Ces billes conductrices font partie int6grante du boTtier 1 . De cette 
maniere, on forme une structure coaxiale qui blinde les connexions entre 
rentree-sortie hyperfrequence et le circuit 6. En d'autres termes, on realise 
un blindage au niveau de la connexion elle-mSme, c'est a dire dans I'espace 
15 compris entre le boTtier et le circuit 6. 

D'autres billes conductrices 8b, faisant partie integrante du boTtier 
1, peuvent etre placees pour relier electriquement la surface conductrice 3e 
avec la masse du circuit 6. Ces billes conductrices 8b ne sont pas 
necessairement dans le prolongement des trous metallises 32 fomnes dans 
20 la base 3. 

Avantageusement, le diametre des billes (de masses et de signal 
hyperfrequence), le diamMre des trous metallises, la distance entre une bille 
de signal et les billes de masses I'entourant, et le nombre de billes de 
masses, sont determines pour obtenir une impedance contrdlee. par 
25 exemple de 50 Ohm, 

Le circuit 6 sur lequel est destine a etre monte ie boTtier peut §tre 
un circuit multicouche. Le circuit 6 comprend au moins un plan de masse 
conducteur 6a. Un trou metallise 10a est realise dans le circuit multicouche 
30 en regard de point de connexion 8a du boTtier 1 , de sorte ^ acheminer le 
signal ^ travers le plan de masse conducteur 6a. Le signal arrive par 
I'intermediaire du trou metallise 10a & une piste 11 par exemple, la piste et le 
plan de masse formant une structure permettant de faire propager un signal 
hyperfrequence. 



6 

exterieur 6, ce qui permet de maftriser la distance entre le boTtier 1 et le 
circuit 6. Les billes 8a peuvent gtre brasees ou coll6es, de preference 
brasees, sur le circuit 6. 

La couche conductrice int6rieure peut comprendre une surface 
5 conductrice 3c. La surface conductrice 3c est reliee electriquement avec ia 
couche conductrice exterieure 3e par des trous m6tallis6s. de preference 
bouch6s. Avantageusement ces trous metallises sont r^partls selon un 
maillage regulier. Selon un mode de realisation avantageux de I'invention, ies 
pistes conductrices 3a destinees ^ transmettre des signaux hyperfr^quences 
10 sont placees dans des evidements 20 de la suri^ace conductrice 3c. de sorte 
^ blinder ces pistes dans le plan de ces pistes (couche int§rieure). 

Selon un mode de realisation avantageux, des trous metallises de 
masse 21 rellent electriquement ia suri^ace conductrice interieure 3c avec la 

15 couche conductrice exterieure 3e. Avantageusement ces trous sont bouches 
pour assurer I'etancheite du bollier 1. lis sont repartis en peripherie des trous 
metallises de signaux hyperi'requences 7a. De cette maniere, on realise un 
blindage hyperfrequence dans repaisseur de ia base 3. c'est a dire dans 
i'epaisseur isolante 3d. Avantageusement, ces trous metallises sont au 

20 moins au nombre de trois par trou metallise de signal hyperfrequence 7a. lis 
sont de preference repartis sur 360° de maniere ^ former un blindage 
complet. 

Selon un mode de realisation avantageux, des billes conductrices 
de masse (non representees) sont placees a la sortie des trous metallises de 

25 masse 21 . Ces billes conductrices font partie integrante du boTtier 1 . De cette 
maniere. on fonne une structure coaxiaie qui blinde les connexions entre 
I'entree-sortie hyperfrequence et le circuit 6. En d'autres termes, on realise 
un blindage au niveau de la connexion elle-meme, c'est ^ dire dans I'espace 
compris entre ie boTtier et le circuit 6. 

30 D'autres billes conductrices 8b, falsant partie integrante du boTtier 

1 , peuvent etre placees pour relier electriquement la surface conductrice 3e 
avec la masse du circuit 6. Ces billes conductrices 8b ne sont pas 
necessairement dans le prolongement des trous metallises 32 formes dans 
la base 3. 



Selon un mode de realisation avantageux, le circuit comprend un 
second plan de nnasse conducteur 6b plac6 sous la piste 11. En d'autres 
termes, le circuit 6 comprend deux couches de masse liyperfrequence 6a, 6b 
entre lesquelles se propage un signal hyperfr6quence. On forme ainsi una 

5 structure blind6e. 

Selon un mode de r6ansatlon avantageux, une partie du signal 
6tant achemin6e entre les plans de masse 61 et 6b, on realise au moins une 
connexion avec une autre couche du circuit 6 plac6e sous le plan de masse 
6b. On peut ainsi propager des signaux hyperfrequences dans des couches 

10 differentes 1 1 , 12 du circuit 6. 

Avantageusement, un troisi6me plan de masse 6c est plac6 sous 
la couche 12. Bien entendu. le circuit multicouche 6 peut avoir une 
configuration differente. II peut comporter davantage de plans de masse et 
davantage de couche propageant des signaux hyperfrequences ou basses 

15 frequence. 

Les billes de masse du boTtier sont de preference reliees au plan . 
de masse 6a. Elles peuvent aussi etre reliees aux autres plans de masses ' 
par des trous metallises. 

Selon un mode de realisation avantageux, les plans de masses ' 
20 conducteurs du circuit sont relies entre eux par des trous metallises 10b. On 
forme ainsi un blindage hyperfrequence dans I'epaisseur du circuit 

On se r^fere maintenant aux figures 4^7 sur lesquelles est 
repr6sent6 un exemple de mise en oeuvre de I'invention, avec un boTtier de 
25 type "face down", c'est a dire dont le ou les composants hyperfrequences 
sont plac6s sur une parol du boTtier en regard de celle destinee a etre 
montee sur le circuit exterieur. Cette configuration est utilise pour les 
composants hyperfrequence devant dissiper de la chaleur (amplificateurs par 
exemple). 

30 Le boTtier 40 permet de delimiter un volume interieur la par 

rapport S Texterieur lb. II comprend essentiellement un capot 41, 42 place 
sur une base 45, 47. Le capot comprend essentiellement un radiateur 41 
forme par une plaque rectangulaire, sous lequel est place un cadre superieur 
42. La base comprend essentiellement un cadre inf^rieur 45 sous lequel est 

35 place une plaque rectangulaire 47. Lorsque le capot est sur la base, le cadre 



Avantageusement, le diametre des billes (de masses et de signal 
hyperfrequence). le diametre des trous metallises, la distance entre une bille 
de signal et les billes de masses Tentourant, et le nombre de billes de 
masses, sont determines pour obtenir une impedance contr6l6e, par 
5 exemple de 50 Ohm. 

Le circuit 6 sur lequel est destine a §tre monte le boTtier peut etre 
un circuit multicouche. Le circuit 6 comprend au moins un plan de masse 
conducteur 6a. Un trou metallise 10a est realise dans le circuit multicouche 
10 en regard de point de connexion 8a du boTtier 1. de sorte a acheminer le 
signal a travers le plan de masse conducteur 6a. Le signal arrive par 
I'intermediaire du trou m6tallis6 10a § une piste 11 par exemple, la piste et le 
plan de masse formant une structure permettant de faire propager un signal 
hyperfrequence. 

15 Selon un mode de realisation avantageux, le circuit comprend un 

second plan de masse conducteur 6b plac6 sous ia piste 11. En d'autres 
termes, le circuit 6 comprend deux couches de masse hyperfrequence 6a, 6b 
entre lesquelles se propage un signal hyperfrequence. On forme ainsi une 
structure blindee. 

20 Selon un mode de realisation avantageux, une partie du signal 

etant acheminee entre les plans de masse 61 et 6b, on realise au moins une 
connexion avec une autre couche du circuit 6 placee sous le plan de masse 
6b. On peut ainsi propager des signaux hyperfrequences dans des couches 
differentes 11, 12 du circuit 6. 

25 Avantageusement, un troisieme plan de masse 6c est place sous 

la couche 12. Bien entendu, le circuit multicouche 6 peut avoir une 
configuration diff6rente. II peut comporter davantage de plans de masse et 
davantage de couche propageant des signaux hyperfrequences ou basses 
frequence. 

30 Les billes de masse du boTtier sont de preference relives au plan 

de masse 6a. Elles peuvent aussi Stre reiiees aux autres plans de masses 
par des trous metallises. 

Selon un mode de realisation avantageux, les plans de masses 
conducteurs du circuit sont relies entre eux par des trous metallises 10b. On 

35 forme ainsi un blindage hyperfrequence dans repaisseur du circuit. 



superieur et le cadre inf^rieur sont superposes. La surface exterieure de la 
base forme une surface de montage, destinee ^ etre montee sur le circuit 
ext^rieur (non represente). 

Le radiateur 41 est une pi6ce pouvant dissiper de la chaleur, de 
5 preference en materiau electriquement conducteur non organique, tel que du 
metal, par exemple en Cuivre. Un composant hyperfrequence 2, tel qu'une 
puce nue, est reli6 par sa masse au radiateur. Cette liaison entre le 
composant hyperfrequence et le radiateur peut §tre realisee par brasure. 

Le cadre superieur 42 (voir figures 4 et 5) est plac6 sous la face 
10 interieure du radiateur 41 . La p§rlpherle ext§rieure 42b de ce cadre, rendue 
conductrice par exemple par un d6p6t metallise, affleure avec celle du 
radiateur 41. Le cadre 42 comprend une Spaisseur electriquement isolante 
42a, par exemple en materiau organique. Une couche electriquement 
conductrice 43 est deposee sous repalsseur isolante 42a. Par consequent, la 
15 couche conductrice 43 recouvre la surface du cadre opposee au radiateur 
41. 

Le cadre inferieur 45 (voir figures 4 et 6) est place sous le cadre 
superieur 42. La peripherie exterieure 45d de ce cadre, rendue conductrice 
par exemple par un dep6t metallise, affleure avec celle du radiateur 41 et du 
20 cadre superieur 42. Ces peripheries exterieures forment les suri'aces 
exterieures laterales du boTtier 40. Le cadre 45 comprend une epaisseur 
isolante 45a, par exemple en materiau organique, sur laquellesont deposees 
de part et d'autre deux couches conductrices 44, 46, une premiere couche 
conductrice 44 etant en contact avec la couche conductrice 43 du cadre 
25 superieur 42, la seconde couche conductrice faisant face au circuit exterleur 
6 lorsque le bottier 40 est monte dessus. La seconde couche conductrice 46 
comprend une surface 46b, fomnant une masse, recouvrant presque 
entierement la surface du cadre sur laquelle elle est appliques (voir figure 6). 
La couche conductrice 46 fait partie de la surface de montage, 
30 La plaque 47 a sensiblement la mime surface que le radiateur 42. 

La plaque 47 est plac6e dans la partie inferieure du cadre inferieur (voir 
figure 4). La suri^ace exterieure de la plaque 47 fait partie de la suri'ace de 
montage. Au moins une surface de la base 47 est conductrice, la base etant 
metallique ou metallisee. Cette surface forme une masse destinee a etre 



On se r§f§re maintenant aux figures 4 a 7 sur lesquelles est 
represente un exemple de mise en oeuvre de Tinvention, avec un boTtier de 
type "face down", c'est a dire dont le ou les composants hyperfr§quences 
5 sont places sur une parol du boTtier en regard de celle destinee ^ etre 
montee sur le circuit exterieur. Cette configuration est utilise pour les 
composants hyperfr§quence devant dissiper de la chaleur (ampliflcateure par 
exemple). 

Le boTtier 40 permet de delimiter un volume int^rieur 1a par 

10 rapport a i'ext^rieur 1b. II comprend essentiellement un capot 41, 42 plac6 
sur une base 45, 47. Le capot comprend essentiellement un radiateur 41 
forme par une plaque rectangulaire, sous lequel est plac§ un cadre superieur 
42. La base comprend essentiellement un cadre inf§rieur 45 sous lequei est 
plac§ une plaque rectangulaire 47. Lorsque le capot est sur la base, le cadre 

15 superieur et le cadre inf§rieur sont superposes. La surface ext6rieure de la 
base forme une surface de montage, destinee a §tre mont6e sur le circuit 
exterieur (non represent^). 

Le radiateur 41 est une pi§ce pouvant dissiper de la chaleur, de 
preference en materiau §lectriquement conducteur non organique, tel que du 

20 m6tal, par exemple en Cuivre. Un composant hiyperfrequence 2, tel qu'une 
puce nue, est reli§ par sa masse au radiateur. Cette liaison entre le 
composant hyperfrequence et le radiateur peut §tre r^alisee par brasure. 

Le cadre superieur 42 (voir figures 4 et 5) est plac§ sous la face 
int§rieure du radiateur 41 . La peripherie exterieure 42b de ce cadre, rendue 

25 conductrice par exemple par un depot metallis6, affleure avec celle du 
radiateur 41 . Le cadre 42 comprend une epaisseur electriquement isolante 
42a, par exemple en materiau organique. Une couche Electriquement 
conductrice 43 est deposee sous I'epaisseur isolante 42a. Par consequent, la 
couclie conductrice 43 recouvre la surface du cadre opposee au radiateur 

30 41. 

Le cadre inf6rieur 45 (voir figures 4 et 6) est plac6 sous ie cadre 
sup6rieur 42. La p6riph6rie exterieure 45d de ce cadre, rendue conductrice 
par exemple par un dep6t m6tallis6, affleure avec celle du radiateur 41 et du 
cadre sup6rieur 42. Ces peripli6ries exterieures forment les surfaces 
35 ext§rieures laterales du boTtier 40. Le cadre 45 comprend une §paisseur 



reliee electriquement avec le circuit exterieur (non repr^sente). 
Avantageusement, cette surface est la surface de montage. 

Une surface conductrice, faisant partie integrante du boTtier, 
entoure le volume int^rieur 1a, formant ainsi une cage de Faraday. Dans cet 
5 exemple, la surface conductrice est form§e par le radlateur 41 , la base 47 
(metallise ou metallique), la p6ripherie ext^rieure 42b, 45b des cadres 
superposes, et la surface 46b de la couche 46 faisant face au circuit. 

On se r6fere maintenant k la figure 5. Les entrees-sorties 
hyperfrequences et basses frequences de la puce 2 sont relives k des pistes 
10 43a form§es dans la couche conductrice 43. La liaison peut §tre r6alisee 
avec des fils conducteurs 9. De preference, repaisseur du cadre 41 est 
pr6vue pour que ces liaisons par fils soient les plus courtes possibles, ce qui 
est le cas lorsque la surface active de la puce est dans le plan de la couche 
conductrice 43. La couche conductrice 43 peut comprendre une surface 43b 
15 recouvrant presque entierement I'epaisseur isolante 42a. Des evidements 
sont pratiques a I'lnterieur de la surface 43b pour I'isoler electriquement des 
pistes 43a. 

Des trous metallises 48 sont realises a I'interieur de I'epaisseur 
isolante 45a. Les trous metallises 48, de preference bouches pour assurer 
20 retancheite, relient electriquement les pistes 43a de la couche 43 avec des 
disques 46a de la couche 46. Comme illustre sur la coupe verticale 
representee figure 7. un trou metallise 48 relie un disque conducteur 44a en 
haut du cadre inferieur avec un disque conducteur 46a en bas du cadre 
inferieur. Le disque conducteur 44a du haut est en contact avec une piste 
25 43a. Des evidements realises dans la suri'ace conductrice 46b permettent de 
I'isoler electriquement des disques 46a. 

Selon un premier mode de realisation, les disques 46a fomnent 
des points de connexion du boTtier 40, de la mdme maniere que les disques 
30 formaient les points de connexion du boTtier 1 . 
30 Selon un mode de realisation avantageux (voir figure 4), des billes 

conductrices 8a sont placees en contact avec les disques 46a, ces billes 
faisant partie integrante du boTtier. Elles forment alors les points de 
connexion du boTtier 40, de la m§me maniere que pour le boTtier 1 . 

Selon un mode de realisation avantageux, les trous metallises 
35 sont blindes dans I'epaisseur de la couche isolante 45a. A cet effet, d'autres 




isolante 45a. par exemple en materiau organique, sur laquelle sont d§posees 
de part et d'autre deux couches conductrices 44. 46, une premiere couche 
conductrice 44 6tant en contact avec la couche conductrice 43 du cadre 
superieur 42, la seconds couche conductrice faisant face au circuit ext6rieur 
5 6 lorsque le boitier 40 est monte dessus. La seconde couche conductrice 46 
connprend une surface 46b. formant une masse, recouvrant presque 
entlerement la surface du cadre sur laquelle elle est appliquee (voir figure 6). 
La couche conductrice 46 fait partie de la surface de montage. 

La plaque 47 a sensiblement la meme surface que le radiateur 42. 

10 La plaque 47 est placee dans la partie inferieure du cadre inf§rieur (voir 
figure 4). La surface exterieure de la plaque 47 fait partie de la surface de 
montage. Au moins une surface de la base 47 est conductrice, la base etant 
m6tallique ou metallisee, Cette surface forme une masse destinee a etre 
reliee electriquement avec le circuit ext§rieur (non represents). 

15 Avantageusement, cette surface est la surface de montage. 

Une surface conductrice, faisant partie int^grante du boTtier. 
entoure le volume int^rieur 1a, fonnant ainsi une cage de Faraday. Dans cet 
exemple, la surface conductrice est fomride par le radiateur 41, la base 47 
(metallis6 ou metallique), la p§riph§rie ext6rieure 42b, 46b des cadres 

20 superposes, et la surface 46b de la couche 46 faisant face au circuit. 

On se refdre maintenant a la figure 5. Les entrees-sorties 
hyperfrequences et basses frequences de la puce 2 sont reliees a des pistes 
43a formees dans la couche conductrice 43. La liaison peut etre realisee 
avec des fils conducteurs 9. De preference. I'epaisseur du cadre 41 est 

25 prevue pour que ces liaisons par fils soient les plus courtes possibles, ce qui 
est le cas lorsque la surface active de la puce est dans le plan de la couche 
conductrice 43. La couche conductrice 43 peut comprendre une surface 43b 
recouvrant presque enti^rement I'epaisseur isolante 42a. Des evidements 
sont pratiques S I'int6rieur de ia surface 43b pour I'isoler electriquement des 

30 pistes 43a. 

Des trous metallises 48 sont realises d I'interieur de I'epaisseur 
Isolante 45a, Les trous metallises 48, de preference bouches pour assurer 
retancheite, rellent electriquement les pistes 43a de la couche 43 avec des 
disques 46a de la couche 46. Comme illustre sur la coupe veriiicale 
35 representee figure 7, un trou metallise 48 relie un disque conducteur 44a en 



trous metallises 49 peuvent etre realises a Tinterieur de la couche isolante 
45a, de la m§me maniere que les trous metallises 48. Les trous metallises 49 
permettent de relier 6lectriquement les surfaces 43b et 46b formant des 
masses. De plus, la p6riph§rie int§rieure 45c du cadre inf6rieur peut §tre 
5 rendue conductrice, sauf aux endroits oix elle entre en contact avec les pistes 
43a. 

D'autres billes conductrices 8b, faisant partle int6grante du boTtier 
40, peuvent §tre placees pour relier 6lectriquement la surface conductrice 
46b ainsi que la plaque 47 avec la masse du circuit exterieur (non 
10 repr§sente). 

Le circuit exterieur peut etre un circuit multicouche du type de 
celui decrit en relation avec la figure 1 . Le bottler 40 est monte sur le circuit 
ext6rieur de la meme maniere que le boTtier 1 , 

En Tabsence de billes conductrices, la surface exterieure de la 
15 base 46, 47 fomie la surface de montage du boTtier. En presence de billes 
conductrices 8a, 8b, celles-ci forment la surface de montage 50 du boTtier. 

Les substrats de resine epoxy ne conviennent pas pour les 
applications hyperfrequences. Avantageusement, les parties isolantes du 

20 boitier sont realisees avec un substrat hyperfrequence, c'est a dire un 
substrat ayant une constante di6lectrique controlee et une tangente de perte 
faible (pertes de puissance hyperfrequence a travers le substrat). Le substrat 
hyperfrequence peut gtre par exemple un hydrocarbure charge en fibres de 
verre et en poudre de silice, ou a base de teflon charge. 

25 Bien entendu, I'invention ne se limlte pas ^ ces modes de 

realisations donnes a titre d'exemple. Le boTtier selon I'invention n'est pas 
necessairement forme avec des murs. On pourrait remplacer les murs et le 
couvercle par une seule piece formant un capot metallique colle. Le boTtier 
selon Tinvention n'est pas necessairement une boTte paralieiepip6dique. Sa 

30 fonction est de realiser une Interconnexion, de proteger un composant centre 
des agressions mecaniques, chimlques et d'evlter tout couplage 
electromagnetique. Le boTtier peut par exemple etre forme par une resine 
entourant le composant. 




haut du cadre inferieur avec un disque conducteur 46a en bas du cadre 
inferieur. Le disque conducteur 44a du haut est en contact avec une piste 
43a. Des evidements realises dans la surface conductrice 46b permettent de 
risoler electriquement des disques 46a. 
5 Selon un premier nnode de realisation, les disques 46a torment 

des points de connexion du boTtier 40. de la meme maniere que les disques 
30 formaient les points de connexion du boTtier 1 . 

Selon un mode de realisation avantageux (voir figure 4), des billes 
conductrices 8a sont placees en contact avec les disques 46a, ces billes 
10 faisant partie integrante du bottler. Elles ferment alors les points de 
connexion du boTtier 40, de la m§me manidre que pour le bottler 1 . 

Selon un mode de realisation avantageux, les trous m§tallis6s 
sont blindes dans I'epaisseur de la couche isolante 45a. A cet effet, d'autres 
trous m§tallis6s 49 peuvent §tre realises a rint6rieur de la couche isolante 
15 45a, de la meme maniere que les trous metallises 48. Les trous metallises 49 
permettent de relier 6lectriquement les surfaces 43b et 46b formant des 
masses. De plus, la p6riph§rie interieure 45c du cadre inferieur peut etre 
rendue conductrice, sauf aux endroits oCi elle entre en contact avec les pistes 
43a. 

20 D'autres billes conductrices 8b, faisant partie integrante du boTtier 

40, peuvent etre placees pour relier electriquement la surface conductrice 
46b ainsi que la plaque 47 avec la masse du circuit exterieur (non 
represente). 

Le circuit exterieur peut etre un circuit multicouche du type de 
25 celui decrit en relation avec la figure 1. Le boTtier 40 est monte sur le circuit 
exterieur de la meme maniere que le bottler 1 . 

En I'absence de billes conductrices, la surface ext6rieure de la 
base 46, 47 fornie la surface de montage du bottler. En presence de billes 
conductrices 8a, 8b, celles-ci forment la surface de montage 50 du bottier. 

30 

Les substrats de r6sine epoxy ne conviennent pas pour les 
applications hyperfrequences. Avantageusement, les parties isolantes du 
boTtier sont realisees avec un substrat hyperfr§quence, c'est a dire un 
substrat ayant une constante dielectrique contrSlee et une tangente de perte 
35 faible (pertes de puissance hyperfrequence a travers le substrat). Le substrat 



hyperfrequence peut etre par exemple un hydrocarbure charge en fibres de 
verre et en poudre de silice, ou a base de teflon charge. 

Bien entendu, Pinvention ne se limite pas a ces modes de 
realisations donnes a titre d'exemple. Le boTtier selon I'invention n'est pas 

5 necessairement forme avec des murs. On pourrait remplacer les murs et le 
couvercle par une seule piece formant un capot metalllque coll§. Le boTtier 
selon rinvention n'est pas necessairement une boTte parallelepipedique. Sa 
fonction est de realiser une interconnexion, de prot6ger un composant contre 
des agressions m^caniques, chimiques et d'eviter tout couplage 

10 electromagn6tique. Le boTtier peut par exemple etre form6 par une r6sine 
entourant le composant. 



REVENDICATIONS 

1. BoTtier hyperfrequence delimitant un volume intdrieur, comprenant au 
moins : 

- une cage de Faraday fomnee par une surface conductrice entourant le 
volume int§rieur, 

5 - un point de connexion place a I'exterieur de la cage de Faraday, le point 
de connexion etant destine a etre relie electriquement a un circuit 
exterieur, 

. une entree-sortie traversant la cage de Faraday et reliee electriquement 
au point de connexion, 
10 caracterise en ce que le boTtier comprend en outre : 

. une base fonnant une face du boTtier, la surface exterieure de la base 
formant une surface de montage destinee a etre appliquee sur le circuit 
exterieur, le point de connexion etant place sur la surface de montage, de 
sorte que le point de connexion est place entre la cage de Faraday et le 
15 circuit exterieur lorsque le boTtier est monte sur le circuit exterieur. 

2. Bortier selon la revendication 1 dans lequel le point de connexion est reli6 
a Tentree-sortie par une liaison droite. la liaison §tant perpendiculaire au 
circuit exterieur lorsque le boTtier est monte dessus. 

20 

3. BoTtier selon Tune quelconque des revendlcations precedentes dans 
lequel le point de connexion est forme par une bille de signal conductrice. 

4. BoTtier selon Tune quelconque des revendications precedentes, dont la 
25 base est formee au moins en partie par un materiau isolant recouvert d'au 

moins une couche conductrice, Tentree-sortie etant formee par un trou 
m6taUis§ traversant le materiau isolant. 

5. BoTtier selon Tune quelconque des revendications precedentes 
30 comprenant en outre une structure coaxiale blindant le point de connexion. 

6. BoTtier selon les revendications 5 et 3 dans lequel la structure coaxiale est 
formee par des billes de masse, conductrices, reliees Electriquement a la 
cage de Faraday, plac6es autour de la bille de signal. 




7. Bonier selon la revendlcation 6 dans lequel les billes de masse plac§es 
autour de la bille de signal sont au moins au nombre de trois. 

5 8. Boftier selon la revendicatlon 7 dans lequel les billes de masse sont 
r^partles autour de la bille de signal sur 360°. 

9. BoTtier selon I'une quelconque des revendicatlons pr6c§dentes dans 
lequel un composant est place dans le volume int6rieur du boTtler, le 

10 composant etant port§ par un radiateur formant une face du boTtier, le 
radiateur §tant oppos6 ^ la lace portant la surface de montage. 

10. Montage comprenant un boTtier selon I'une quelconque des 
revendications prec^dentes et un circuit multicouche, le boTtier etant monte 

15 sur le circuit multicouche, le circuit multicouclie comprenant au moins uii plan 
de masse conducteur, un trou metallise est realise dans le csTrcuit 
multicouche en regard du point de connexion du boTtier, de manili-e ^ 
acheminer le signal ^ travers le plan de masse vers une piste du circuit. -. 

k 

20 11. Montage selon les revendications 10 et 6 dans lequel les billes de n^lsse 
du boTtier sont relives a au moins un plan de masse conducteur du circuit 
multicouche. 

12. Montage selon I'une quelconque la revendlcation 10 ou 11, comprenant 
25 un second plan de masse conducteur, les deux plans de masse 6tant de part 

et d'autre de la piste. 

13. Montage selon la revendlcation 10, 11 ou 12 dans lequel les plans de 
masses conducteurs du circuit sont reli6s entre eux par des trous metallises. 

30 



REVENDICATIONS 

1. Boitier hyperfr6quence delimitant un volume interieur, comprenant au 
moins : 

- une cage de Faraday form§e par une surface conductrice entourant le 
volume interieur, 

5 - un point de connexion plac6 a Texterieur de la cage de Faraday, le point 
de connexion etant destine d §tre relie electriquement a un circuit 
exterieur, 

- une entree-sortie traversant la cage de Faraday et reli6e 6lectriquement 
au point de connexion, 

10 caract6ris§ en ce que le boTtier comprend en outre : 

- une base formant une face du boTtier, la surface exterieure de la base 
formant une surface de montage destinee a etre appliquee sur le circuit 
exterieur, le point de connexion 6tant place sur la surface de montage, de 
sorte que le point de connexion est place entre la cage de Faraday et le 

15 circuit exterieur lorsque ie boTtier est monte sur le circuit exterieur. 

2. BoTtier selon la revendication 1 dans lequel le point de connexion est relie 
a Pentree-sortie par une liaison droite, la liaison 6tant perpendiculaire au 
circuit exterieur lorsque le boTtier est monte dessus. 

20 

3. BoTtier selon Tune quelconque des revendications prec6dentes dans 
lequel le point de connexion est forme par une bille de signal conductrice. 

4. BoTtier selon Tune quelconque des revendications pr6cedentes. dont la 
25 base est form6e au moins en partie par un mat6riau isolant recouvert d'au 

moins une couche conductrice, i'entr§e-sortie 6tant form6e par un trou 
metallise traversant le mat6riau isolant. 

5. BoTtier selon Tune quelconque des revendications precedentes 
30 comprenant en outre une structure coaxiale blindant le point de connexion. 



6. BoTtier selon les revendications 5 et 3 dans lequel la structure coaxiale est 
form6e par des billes de masse, conductrices, rellees electriquement a la 
cage de Faraday, placees autour de la bille de signal. 



7. BoTtier selon la revendication 6 dans lequel les billes de masse plac§es 
autour de la bille de signal sont au moins au nombre de trois. 

5. 8. BoTtier selon la revendication 7 dans lequel les billes de masse sont 
reparties autour de la bille de signal sur 360°. 

9. BoTtier selon Tune quelconque des revendlcations precedentes dans 
lequel un composant est place dans le volume interleur du boTtier, le 

10 composant 6tant port6 par un radiateOr formant une face du boTtier, le 
radiateur 6tant oppose a la face portant ia surface de montage. 

10. Montage comprenant un boTtier selon Tune quelconque des 
revendlcations pr§cedentes et un circuit multicouche, le boTtier etant mont6 

15 sur le circuit multicouche, le circuit multicouche comprenant au moins uVi plan 
de masse conducteur, un trou m6tallls6 est realist dans le? circuit 
multicouche en regard du point de connexion du boTtier, de mar^rere d 
acheminer le signal a travers le plan de masse vers une piste du circuit 

20 11. Montage selon les revendlcations 10 et 6 dans lequel les billes de%iasse 
du boTtier sont reliees a au moins un plan de masse conducteur du?^ circuit 
multicouche. 

12. Montage selon Tune quelconque la revendication 10 ou 11, comprenant 
25 un second plan de masse conducteur, les deux plans de masse etant de part 

et d'autre de la piste. 

13. Montage selon la revendication 10, 11 ou 12 dans lequel les plans de 
masses conducteurs du circuit sont reli§s entre eux par des trous metallises. 

30 
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